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Introduccion

Nombre y descripcion del Skill
El nombre del Skill es Electrénica.

Descripcion

Este skill implica la fabricacion, prueba y reparacion de equipos electrénicos. Los técni-
cos cualificados son capaces de construir equipos y sistemas para electronica y otras aplica
ciones especiales. Para ello usan herramientas, herramientas de soldadura, instrumentacic
de medida y ordenadores.

Desde que los modernos procesos de fabricacion de equipos electronicos estan altament
automatizados, los técnicos construyen prototipos antes del proceso de produccion y man-
tienen y reparan sistemas electrénicos.

Ordenadores y sistemas con microprocesadores o microcontroladores integrados en el pro
pio sistema, juegan un papel central en este Skill desde que los dispositivos electronicos sor
construidos principalmente con sistemas microprogramados.

Ambito de aplicacion

Todos los expertos y competidores deben conocedestaipcion técnica.

Documentos asociados

Esta Descripcidn técnica contiene solo informacion especifica del Skill de Electronica
por lo que debe usarse tomando como referencia los siguientes documentos:

Normas de la Competicion

Manual de la Competicidon

Recursos Online indicados en este documento
Reglamento de Seguridad e Higiene

Competencia y ambito de trabajo

La competicidon es una demostracion y evaluacion de las competencias asociadas a est
Skill.

El Test Project consistira en un trabajo practico solamente.
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Competencias

Competencias generales
Creatividad
Pensamiento critico
Honestidad e integridad
Motivacién
Habilidad en la resolucion de problemas
Trabajo bajo presién
Respeto medioambiental

Competencias para todos los médulos

Destreza para realizar medidas en circuitos electwén(con polimetro digital, oscilos-
copio, etc.).

Habilidad para usar materiales y herramientas deotdinario en servicio, instalacion y
reparacion en la industria electronica (herramientas, técnicas de soldadura y desoldadu-
ra).

Conocimiento de analisis y disefio de circuitos dl@mg, circuitos analdgicos y digitales

y sensores.

Maodulo 1 — Disefio del hardware
Disefar pequefias modificaciones en bloques elect®iasicos.
Dibujar circuitos electronicos usando plataformaslidefio electrénico (E-CAD).

Disefar placas de circuito impreso (PCB) usandafadanas de disefio electrénico (E-
CAD).

Ensamblar circuitos y placas de circuito imprespmotipos electronicos.

Moédulo 2 — Medidas y pruebas

Realizar pruebas en unidades electronicas, usandposgestandar de prueba y anali-
zando resultados para evaluar el funcionamiento y determinar las necesidades de ajuste.

Module 3 — Localizacién y reparacion de averias

Localizar y reparar averias, determinando las cadislasal funcionamiento y tomando
decisiones acerca de como resolverlo.

Reemplazar circuitos y componentes electronicosctlieisos usando las herramientas y
técnicas de soldadura adecuadas y realizar los ajustes necesarios.

Mdédulo 4 — Programacién de Sistemas Microprogramable S
Conocimiento de placas base, procesadores, chipipoegjectronico y software.

Destreza y conocimiento de programacion de sistamasoprogramables utilizando
lenguaje C y Entornos de Desarrollo Integrados (MPLAB).
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Moédulo 5 - Montaje

Ensamblar y utilizar componentes mecanicos como Msetde Corriente Continua, Mo-
tores para Ventiladores, tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Destreza en cablear y montar cables.
Ensamblar y usar diferentes tipos de componentesijdios componentes SMD.

Conocimientos teéricos

Los conocimientos tedricos son necesarios pero no seran evaluados de forma explicita. El
conocimiento tedrico de los competidores debe abarcar:

Electrénica analdgica

Principios electrénicos fundamentales

Conceptos basicos de Corriente Continua (DC) y €aeialterna (AC)

Redes resistivas con un maximo de tres mallas. Rd@€sde cuatro terminales (Cua-
dripolos).

Osciladores RC.

Componentes electronicos

Propiedades, comportamiento, caracteristicas yampdic en circuitos elementales de
componentes ajustables mecanica, eléctrica y fisicamente, tales como condensadores, re
sistencias, bobinas, transformadores y Diodos: diodos rectificadores y de conmutacion,
diodos zener, capacitivos, componentes semiconductores de disparo, diac, triac, tiristores
y transistores de union.

Circuitos amplificadores. Amplificadores multietapa.
Circuitos amplificadores basicos (AC, DC y ampliicaes de potencia)
Amplificadores diferenciales/amplificadores operaeies

Amplificador operacional ideal (impedancia de erdradinita, impedancia de salida ce-
ro y ganancia infinita en lazo abierto.

Circuitos basicos con amplificador operacional, simng/ restador analdgicos, diferen-
ciador, comparador, adaptador de impedancia.

Amplificador operacional real: voltaje y corrientdf$@t, compensacion, ganancia en
modo comun, rechazo en modo comun, deriva de temperatura, respuesta en frecuencia.

Generadores de pulsos. Conformadores de sefial, moduladores.

Generadores de onda senoidales: osciladores R@l aes cuarzo, LC; generador en
puente de Wien, generadores por desplazamiento de fase.

Conformadores de sefial: disparador de Schmitt,eshit@ador e integrador.
Electrénica digital

Puertas l6gicas
Funciones ldgicas, tablas de verdad, diagramasldegysimbologia.
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Propiedades de las puertas l6gicas AND, OR, NOT, BNANOR, EXCLUSIVE OR
EXCLUSIVE NOR

Sustitucion de las puertas l6gicas por puertas NANNDR.

Obtencién de la funcidn logica a partir de un cii@aiado y viceversa.

Obtencién de la tabla de verdad a partir del esquiaheircuito y de la funcion légica
Simplificacién de circuitos l6gicos usando Mapasdenaugh o métodos matematicos.

Circuitos combinacionales

Sumadores, comparadores, decodificadores, codifieadoonvertidores de codigo, mul-
tiplexores y demultiplexores.

Circuitos secuenciales

Flip-flops, RS, D, JK Maestro esclavo. Contadoregistros de desplazamiento y diviso-
res de frecuencia.

Normas y regulaciones
No sera examinado el conocimiento de las normas y reglas de la competicion.

Trabajo practico

Modulo 1 - Montaje
A los competidores se les pedira realizar el mordejen proyecto a partir de los com-
ponentes, siguiendo la normalizacidon establecida en la IPC-A-610 ediciéon D (Aceptacion
internacional de montajes electrénicos

Modulo 2 - Medidas y pruebas
Los competidores deberan trabajar con equipos coiorales de medida y prueba para
comprobar, colocar, ajustar y realizar medidas en componentes electrénicos, bloques y
equipos basados en DC, AC, electronica analdgica y electronica digital, registrando y
analizando los resultados obtenidos.

Las placas de circuito impreso deben ser constraid&s de la competicion.

Moédulo 3 — Localizacion y reparacion de averias

El competidor debera localizar, verificar y reemplagomponentes electronicos en pla-
cas de circuito impreso, placas de montaje superficial (SMD) o placas con tecnologia
mixta. Los competidores deben documentar el método o procedimiento de la localizacion
de la averia indicando los resultados.

Modulo 4 — Diseio del Hardware

Cada competidor disefiara una placa de circuito isap(BCB). La organizacion selec-
cionara el software antes de la competicion en colaboracion con el Jefe de Expertos. Se
debe elegir uno entre los siguientes: Altium, Eagle o Proteus.

Las licencias del software seleccionado seran fadds por el sponsor a los competido-

res y a los expertos antes de la competicion. El sponsor facilitara el soporte.
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Este proyecto se completara en modulos a lo lardosdees dias de la competicion. Par-
tes del proyecto deben realizarse el dia 1°, 2° ¢ 3°.

Médulo 5 — Sistemas Microprogramables

El proyecto de disefio estara basado en esta unidi@sl gompetidores contestaran un
formulario y realizaran el modulo del proyecto. Véase el diagrama.

Tipo de procesador
- PIC: 18F4550
Compilador: C18

PIC KIT FI

Data=PortE.0
Clock=PortE.1

Latch=PortE2
ICD2
RS 232
>
Alarm
E DC level
TASK CARD

El Test Project

Formato y estructura del Test Project

El test Project esta estructurado en una serie dellogindependientes.

Requisitos del disefio del Test Project

Los expertos disefiaran los médulos para la evaluacién de la Competicion de acuerdo con
los siguientes requisitos.
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Mdédulo de montaje

Los expertos pueden aportar cualquier proyecto ageseion pero estos deben incluir el
montaje de placas de circuito impreso que incluyan componentes convencionales y de
superficie. Se requerira la realizacion del cableado y del mecanizado.

Es recomendable que:

— ElI 50% de la puntuacion del montaje este basado en componentes.
- EI 25 % basado en cableado.

- EI 25 % basado en el mecanizado.

Los componentes de superficie no deben tener ma$§ gatillas. Deben seleccionarse
uno o dos proyectos.

Los expertos deben suministrar repuestos de los @oempes de este proyecto. Todos los
componentes electronicos para la competicion deben estar en bolsas antiestéticas.

Modulo de pruebas y medidas

Las placas deben ser convencionales, de montajgpéefisie o de tecnologia mixta. Los
componentes SMD deben tener un maximo de 20 patillas.

Cada experto debe aportar una placa de demostrdeian proyecto y placas para todos
los participantes, asi como dos placas de repuesto, esquemas de los circuitos, incluyend
la capa de componentes, y hojas de caracteristicas.

Maodulo de localizacion y reparacion de averias

Los expertos suministraran los componentes a sugidta este proyecto. Todas las pla-

cas deben ser construidas antes de la Competicion. Cada placa deberé tener al menos tre
fallos. Cada experto aportara una placa de demostracion del proyecto, dos placas de re
puesto para los competidores, esquemas del circuito, cubiertas de los circuitos y hojas de
caracteristicas. Todos los componentes electrénicos para la competicion deben estar el
bolsas antiestéaticas. Los circuitos integrados se traeran en cajas antiestaticas forrados co
espuma antiestatica.

Modulo de disefo del Hardware

La solucion definitiva de este médulo debera inailiidiseiio de un circuito o la modifi-
cacion de placas previamente construidas, o parcialmente construidas, e incluir pruebas
del circuito como partes del disefio.

En este proyecto, el competidor debe crear unaisolugie se ajuste a la definicion del
mismo y que satisfaga las propiedades especificadas en un Protoboard, con el fin de pro-
bar el disefio. El competidor debera traer la placa Protoboard.

El experto es responsable de suministrar un setletongue incluya las especificaciones
del circuito, los esquemas y una lista de componentes. Los expertos traeran también el
material necesario a partir del cual se construiran las placas de circuito impreso.

Una vez que el disefio ha sido probado, cada conopd@ddra que disefiar el PCB. El
disefio del circuito es un trabajo independiente y el disefio del PCB se realizara partiendo
de la version original y correcta, de manera que todos los competidores disefien el PCB
partiendo del mismo disefio.
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6 meses antes de la competicion se publicaran lgiafkéel Disefio en el Foro de Discu-
sion. Este documento explicara con exactitud que datos son necesarios al final del médu-
lo de disefio del PCB.

El PCB sera construido dia 1° de la Competicién.

Es recomendable el uso del Software de disefio AltiBpainSkill comunicard 6 meses
antes de la fecha de inicio que version se usara.

Este proyecto incluira técnicas de montaje, quetéonicas manuales no técnicas de
montaje mediante plataformas de programacion. Las placas de desarrollo del software y
del Hardware pueden contener componentes analdgicos, digitales y microprogramables o
una mezcla de todos.

Cada experto debe aportar una placa de demostrdeian proyecto y placas para todos

los participantes, asi como dos placas de repuesto, esquemas de los circuitos, incluyend
la capa de componentes y hojas de caracteristicas. Todos los componentes electrénico
para la competicion deben estar en bolsas antiestaticas. Los circuitos integrados se trae
ran en cajas antiestéticas forrados con espuma antiestética.

Modulo de Sistemas Microprogramables

Modulo de programacion. El Jefe de expertos en oddaidn con SpainSkills comunica-

ra cualquier modificacion final en el Software seis meses antes del inicio de la competi-
cion

Se trata del disefio de Software; se usara la faohianicrocontroladores 18FXX2 de
Microchip. En concreto el Pic 18F4550. En la Web de Microchip
(http://www.microchip.corpestan disponibles las hojas de caracteristicadisigbsitivo

asi como las herramientas de programacion.

El programa se desarrollara en lenguaje C Unicamé&hteompetidor debera traer el
Compilador de C. El recomendado es el suministrado por Microchip.

El sistema de puntuacion de la programacion en lQirado siguiente:

— Uso de las interrupciones: se permite el uso de subrutinas.

— El uso de prioridad esta permitido.

— Lenguaje Ensamblador: NO esta permitido. La Unica excepcion es la siguiente: El uso
de secciones de cddigo no editable comentadas, en las que el competidor no necesitt
hacer ningin cambio en el cédigo ensamblador. Los comentarios deberan ser los ade-
cuados para entender la funcion que realiza el codigo sin conocimiento detallado de
las instrucciones.

Tiempo asignado a cada modulo

Médulo Tiempo Dia
Disefio del Hardware, Montaje y Pruebas y medidas 7,5 horas 1°
Sistemas Microprogramables 5,5 horas 20
Localizacion y reparacion de averias 3,5 horas 3°

Indicaciones generales sobre la propuesta de médulos

Cada propuesta debe:

Cumplir los requerimientos de disefio del Test Ptojec
Tener un nimero minimo de palabras.
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Do

Facilitar la traduccion rapida a la lengua matemlacdmpetidor.
Tener un pequefio resumen del proyecto.

Tener una lista de componentes

Tener un esquema del circuito.

Incluir las hojas de caracteristicas de los compi@sen

cumentacién del proyecto

La documentacién del proyecto se traera a la conipeten CD ROM, DVD ROM o
cualquier dispositivo de memoria en Microsoft Word. El proyecto debera ser con forma-
to a doble espacio, para permitir la traduccién a la lengua materna de los competidores
(para competiciones internacionales. En el SpainSkills la lengua sera el castellano). Cada
experto debera dejar un 25% de espacio en cada hoja para dibujar modificaciones.

Cuando los Expertos hayan usado software de didafmeran traer el programa informa-

tico que hayan usado. También se presentaran copias en papel y cuando sea posible e
tres lenguas oficiales, (para competiciones internacionales) Siempre que sea posible, parz
todos los médulos se usaran esquemas, fotografias, dibujos, etc. La redaccion del proyec:
to sera tan breve como sea posible.

Especificaciones para los modulos del Test Project

Todos los médulos del Test Project deben cumplisiggientes especificaciones:
- Lineas de datos y voltajes, 5V, 12 V.

No se utilizardn conectores DIN.

Voltajes: £12V.

Desarrollo del Test Project

El Test Project debe presentarse en las plantitizsopcionadas por WorldSkills Interna-
tional (http://www.worldskills.org/Competitionpreparation). Se usara la plantilla de
Word para los documentos de texto y DWG para los dibujos. (DWG es el formato utili-
zado por Autocad)

Quién desarrolla los modulos del Test Project

Los médulos del Test Project son desarrollados @la@oncurso 2011 por los Expertos
de acuerdo con la tabla adjunta.

Comunidad Montaje Localizacién y repara- Medidas y pruebas Sistema micropro- Disefio del Hardware
cion de averias gramables
Valencia
Baleares
Galicia
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Madrid

Los expertos que participen por primera vez debetactar con el Jefe de Expertos con

el fin de acordar que proyectos deben aportar, al menos tres meses antes de la compet
cion.

Todos los moédulos usaran una tension de alimenta®d? V o de -12 V. Esta sera su-
ministrada por la organizacion.

Como y donde se desarrollan los médulos del Test Pro  ject

Los médulos del Test Project se desarrollan indepatemente.

Cuando se desarrolla el Test Project

Los modulos del Test Project seran desarrolladaacderdo con la temporalizacion es-
pecificada a continuacion.

Tiempo Actividad

En la competicion anterior Los expertos deciden sobre los modulos para la siguiente competicion, selec-

cionando los médulos que les gustaria desarrollar. Este proceso es controlado
por el Jefe de Expertos.

6 meses antes de la Competicion Los expertos que participan por primera vez contactan con el Jefe de Expertos

para la asignacion de los moédulos propuestos.

2 meses antes de la competicion Los Expertos envian todas las referencias bibliograficas y otros materiales de

apoyo al Jefe de expertos para su circulacién por todos los paises o regiones
participantes.

En la Competicion Se seleccionan los modulos por el proceso de votacion descrito en el apartado
2.9

En la competicién La distribucion de los Competidores en los puestos de trabajo se decide por
sorteo.

Formulario de puntuacion del Test Project

Cada Test Project debe acompanfarse de una proplecitanulario de puntuacién basa-
do en los criterios de evaluacion propuestos en la seccion 5.

La propuesta de formulario de puntuacion es desadeopor la persona que desarrolla el
Test Project. El formulario de puntuacion definitivo es desarrollado por consenso de to-
dos los Expertos en la competicion.

El formulario de puntuacion debera ser introdua@dal CIS antes de la competicion.

Validacion del Test Project

El Test Project se validara por acuerdo de los expertos en la competicion. El acuerdo se

basara en los siguientes criterios:

El Test Project debe cumplir lo descrito en el Tjalpaactico (apartado 2.3) y en los re-
quisitos de disefio del Test Project (apartado 3.2).

Limite de tiempo. El tiempo asignado a cada modslaleerto, dependiendo del tiempo
total de la Competicion.

Mdédulo de montaje
Mdédulo de pruebas y medidas
Modulo de localizacion y reparacion de averias (¥/@ctos)

Pagina 12 de 18

16DT_V1_25enero2011
Pag. 12 de 18



Mdodulo de disefio del Hardware
Mdodulo de Sistemas Microprogramables Empotrados

Seleccion del Test Project

El Test Project es seleccionado por votacion de los expertos en la presente competicion
usando el proceso de votacién descrito a continuacion.

Proceso de votacion

Primero, se vota por el proyecto que mas se ajukie eequisitos. Por cada voto se le
asigna un punto.
Segundo, se votan los proyectos considerando sudeweificultad y la originalidad de
la idea. Cada experto elegira los dos que considere mejores, indicando cual es el mejor y
cual el segundo. A cada uno de ellos se le asigna un punto.
Seran seleccionados los dos proyectos que alcaregor puntuacion, sumando los pun-
tos de la 12 y 22 votaciones.
Clasificacion Votacion 1 Votacion 2 Votacion 3

10
20
30
40
50
Otros

Difusion del Test Project

El test Project se distribuye a los competidores.

Coordinacion del Test Project (preparacion parala C  ompeticion)

El Jefe de Expertos realizara la coordinacion det Peoject.

Cambios del Test Project en la Competicidon

Unos dias antes de la competicion, el tribunal, rieiggie modificar, como maximo, un
30% el Test Project.

Especificaciones de construccién y materiales

Los materiales y las especificaciones de constrnquéba los Test Project seran actuali-
zados por los expertos en el foro de Electronica un mes antes de la competicion. La in-
formacion puede ser suministrada subiendo las hojas de caracteristicas completas de lo:
principales materiales (IC, componentes especiales, etc.). El experto que prepare el mo-
dulo de Sistemas Micropromables Empotrados debe presentar los cambios en las librerias
o las nuevas funciones especiales.
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Gestion y Comunicacion del Skill

Foro de Discusion

Previamente a la Competicion todos los debates, smaiones, colaboraciones y deci-
siones con respecto al Skill deben tener lugar en el Foro de debate especifico del Skill.
Las decisiones y comunicaciones solamente seran validas si tienen lugar en el Foro. El
Jefe de expertos (0 un Experto nombrado por el Jefe de Expertos) sera el moderador de
este Foro. Consultense las Normas de la Competicion sobre la temporalizacion de las
comunicaciones y de los requerimientos de desarrollo de la Competicion

Informacién para el Competidor

Toda la informacion para los Competidores regisisakia a través del Jefe de Expertos.
Esta informacién incluye:

— Normas de la competicion

— Descripciones técnicas

— Test Project

— Otras informaciones relacionadas con la Competicion

Test Project

En la pagina web que indique el Ministerio de Edigase dispondra el Test Project.

Gestion del dia a dia

La gestion del dia adia esta definida en el Pla@etion del Skill que es definido por el
Equipo de Gestion del Skill liderado por el Jefe de Expertos. El Equipo de Gestion del
Skill esta formado por el Presidente del Jurado, el Jefe de Expertos y el Ayudante del Je-
fe de Expertos. El Plan de Gestion del Skill se desarrolla progresivamente durante los
seis meses anteriores a la Competicion y se finaliza en la Competicidn (previo acuerdo de
los expertos es presentado al Presidente o al Vicepresidente del Comité Técnico). El jefe
de expertos actualizara regularmente el Plan de Gestion del Skill via Foro.

Evaluacion

Esta seccién describe la manera en que los expertos evaluaran los médulos del Test Pro
ject. También se especifican los procedimientos y criterios de evaluacion y los requerimien-
tos de puntuacion.

Criterios de evaluacion

En esta seccion se definen los criterios de evaoacia puntuacion (subjetiva y objeti-
va) concedida. El nimero total de puntos para todos los criterios de evaluacién deben se
100.

Pagina 14 de 18

16DT_V1_25enero2011
Pag. 14 de 18



Seccion Criterio Puntos
Subjetivo Objetivo Total
(si se aplica)

A Médulo de disefio del Hardware 20 20

B Médulo de Sistemas Microprogramables 30 30

C Modulo de localizacion y reparacion de 20 20

averias

D Médulo de pruebas y medidas 15 15

E Médulo de montaje 15 15
Total 100 100

Puntuacion subjetiva

No aplicable.

Criterios especificos de puntuacion

Los criterios especificos de puntuacién para cadgegto son diferentes. Sin embargo,
los principales criterios para cada proyecto son los siguientes.
A. Médulo de disefio del Hardware - 20 Puntos
Desarrollo del circuito basico propuesto
Disefio de la placa (PCB)
Montaje del disefio de acuerdo con la norma IPC-AB10
Funcionamiento del prototipo

B. Modulo de Sistemas Microprogramables- 30 puntos
Funcionamiento del Software

C. Médulo de localizacion y reparacion de averias - 20 puntos

Busqueda de puntos defectuosos
Descripcion de los sintomas de la averia
Métodos y proceso de reparacion

D. Médulo de pruebas y medidas - 15 puntos

Validez de los resultados de las medidas
Documentacion de los métodos de medida

E. Médulo de montaje - 15 puntos

Cumple los requisitos de funcionamiento
Calidad del montaje de acuerdo con la norma ICP-AB1

Procedimientos de evaluacion

Cada Experto llega a la Competicion con un Test Project previamente asignado. El Test
Project que se usara en la Competicion se selecciona 3 dias antes del primer dia de la Con
peticion.

El proceso de seleccion de los Test Project es el siguiente:
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El Experto que preparé un Test Project lo expoeepjica a todos los expertos.
Los Test Project se eligen por votacion de todogipertos.

Los proyectos se realizan basandose en la seccion 3 El Test Project, sin embargo los con
tenidos del proyecto pueden ser diferentes dependiendo de la intencion del experto que Ic
propone.

El procedimiento de evaluacion y el esquema de puntuacion pueden ser definidos como se
especifica a continuacion:

Se constituye un grupo de evaluacién por cada ptoyec

Se consulta a los expertos que proyecto prefieraluav

El jefe de Expertos asigha 4 o 5 expertos para pemgecto, considerando la consulta
realizada.

Cada grupo selecciona su propio responsable de.grupo
El experto que propone el proyecto propone las $idegountuacion al resto del grupo.

Los Expertos de cada grupo definen las normas &rdgepuntuacion basadas en el es-
guema inicial propuesto.

Cada grupo de evaluacion es responsable del prodeeso Test Project.

Los Expertos comienzan la puntuacién después daldim cada modulo. Cada grupo de
expertos puede organizar el horario de puntuacion después de consultar con el Jefe de
Expertos.

La evaluacion se completa cada dia. La evaluaanah $ie realizara cuando la evaluacién
del ultimo modulo este completa.

Solo el grupo de expertos de un modulo especifiatiavel modulo. Los demas expertos
pueden abandonar el lugar de la Competicion. Los médulos son evaluados en la sala de
EXxpertos.

Requerimientos y especificaciones de
seguridad e higiene

Se cumpliran la reglamentacién y las normas de Seguridad e Higiene.
Requerimientos especificos del Skill:

— Todos los competidores y expertos deben tener proteccion contra descargas electroes
taticas.

Materiales y equipamientos

Listado de infraestructura

El listado de infraestructuras enumera todos logpegumateriales e instalaciones facili-
tadas por la organizacion.

El listado de infraestructuras se puede consultar linen
(http://www.worldskills.org/infrastructury/
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El listado de infraestructuras especifica las caigd de cada equipo o material requeri-

do por los expertos para la proxima Competicion. La Organizacion actualizara el listado
de infraestructuras especificando cantidad, tipo, marca/modelo de cada equipo o material.
La infraestructura suministrada por la organizacion se especificara en una columna sepa-
rada.

En cada competicion los Expertos deberan revisatuabzar el Listado de Infraestruc-
turas como preparacion para la siguiente Competicion. Los expertos deberan advertir al
Director Técnico de cualquier necesidad de incremento del espacio o del equipamiento.

En cada Competicidon el Observador Técnico debergaawd Listado de infraestructuras
gue fue usado en la Competicion.

El listado de infraestructuras no incluye los mates o equipos que el Competidor o los
Expertos deben traer, ni aguellos que no esta permitido que los competidores traigan. Es-
tos son especificados en el punto 7.4.

Nota: Los ordenadores no seran suministrados p@rdmnizacion debido a que los
Competidores usaran sus propios portatiles durante la competicion.

Materiales, equipos y herramientas aportadas por los competido-
res

Ordenadores portatiles, puertos USB, Kit de progcainade sistemas microprograma-
bles con interface Estandar.

Herramientas de mano y estaciéon de soldadura.

Materiales, equipos y herramientas suministrados por los Exper-
tos

Ordenadores portatiles, puertos USB. Herramientasaie y estacion de soldadura.

Materiales y equipos prohibidos en el Skill

No aplicable.

Ejemplos de Test Project

Ejemplos de la competicion de Calgary estan dispesién
http://www.worldskills.org/index.php?option=com_ lslitemid=540

Marketing del Skill

Participacion de visitantes y medios de comunicacion

Ideas para potenciar la participacion de visitapteedios de comunicacion.
- Pantallas.
— Descripciones de Test Project.
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Facilitar la comprensién de la actividad de los competidores.
Perfil del competidor.

Oportunidades laborales.

Informe diario del estado de la Competicién.

Sostenibilidad

Reciclaje.
Uso de materiales “verdes”. Uso de material libr@ldeno para soldar.
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